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Benetzungswinkel:

Ein Maf fir die Benetzung. Eine vollstandige Benetzung liegt
vor, wenn der Benetzungswinkel 6 ~ 0° betragt. Bei einem Benet-
zungswinkel von 6 ~ 180° sind kaum Anziehungskrafte zwischen
Lot und Grundwerkstoff vorhanden (,Lot kugelt®).

Diffusion:
Ein Materiefluss unter der Wirkung eines chemischen oder elekt-
rochemischen Potentialgradienten.

Drall, Twist:

Die Krimmungsdimension entlang der Achse der Drahthelix
(zylindrische Spirale) kann als Abstand auf einer ebenen Unter-
lage zum Drahtende bestimmt werden.

Erosion, Aufmischung:

Eine drtliche Anlésung des Grundwerkstoffes durch das Lot. Sie
ist auf die Schmelzbereichabsenkung von Randbereichen des
Grundwerkstoffes durch Diffusion der an der Grenzflache fester
Grundwerkstoff / flissige Lotphase befindlichen Elemente (z. B.
B, Si, P) zurlckzufihren. Das l6ttemperaturabhéngige Diffu-
sionsvermdgen der im Lot enthaltenen Elemente in den Grund-
werkstoff ist daher entscheidend fur die Erosionsneigung der
Lote.

Intermetallische Phasen:

Metallische Verbindungen, die — ahnlich einer chemischen Ver-
bindung — sich von den Ausgangsmaterialien unterscheiden. Sie
besitzen ein eigenstandiges Kristallgitter mit bestimmter Anord-
nung der Komponenten. Die plastische Verformbarkeit der Kris-
talliten ist meist stark eingeschrankt; intermetallische Verbindun-
gen sind bei Raumtemperatur hart und sprode. Haufig sind inter-
metallische Phasen nicht stdchiometrisch, sondern weisen einen
ausgepragten Homogenitatsbereich auf. Dieser kann sich tempe-
raturabhéangig veréndern.

Kapillaritéat:
Verhalten von Flussigkeiten in Kapillaren, engen Spalten oder
Poren auch entgegen der Schwerkraft zu flie3en.

Lottemperatur:
Die beim Loten an der Lotstelle herrschende Temperatur. Sie
liegt oberhalb der Arbeitstemperatur.

Loéteindringung (engl.: LMP — Liquid metal penetration, deut;
FME - Fremdmetalleindringung):

Eindringen von Lot, in der Regel entlang der Kornggs
auf den Spannungszustand des Grundwerkstoffes zur®
ren ist und durch beteiligte Legierungselemente begi
den kann; in der Regel werden die Eigenspannung

verringert.

Overspray:

Bezeichnet bei Spritz- und Sprihapplikati den Anteil des
verspritzten Materials, welches nicht auf das tlck gelangt,
sondern in Form von Spruhnebel oder P i gebung
entweicht.

Schmelzbereich des Lotes:

Der Temperaturbereich vom Begin elzens (Solidus-
temperatur) bis zur vollstandigen ussigung’ (Liquidustempe-

ratur). V'S

Sprungmal3, Vorbiegung bz f d
Die radiale oder auch zirku mung eines Drahtes wird
entweder als Durchmessegfoder auch'®s Radius der Krimmung

nden Drahtes gemessen.

, gemessen von der Austrittsoff-
weilRbrenner bis zu dem Punkt,

Z (engl.: HAZ):
e einer Lotverbindung ist der Bereich im

2 Geltungsbereich

Dieses Merkblatt gilt fir die Lichtbogenldtverfahren (im Weite|
Lichtbogenldten genannt) von un- und niedrig legierten Stah
im Dickenbereich t <3 mm. Technologische Aspekte dies
tigungsverfahren werden unter Bericksichtigung
lichen Anlagentechnik beschrieben.

Diese allgemeinen Beschreibungen machen d |lierte

tersuchungen nicht entbehrlich.

3 Lichtbogenléten

3.1 Definition und Abgrenzung

Die Lichtbogenlttprozesse kdnnen in gas-(MSG-L)-
und Wolframschutzgas-(WSGgl)-L@iarozegse unterteilt werden,
Bild 1.

Das Prinzip des Lichtbogenléte
identisch mit dem MSG-Sch
Schweien mit drahtférmig
den hierbei Uberwiegend

dtetechnisch weitgehend
.&em (Wolfram-)Plasma-
erkstoff. Als Zusatz wer-
e Kupferbasiswerkstoffe
niedriger sind als die der
Reduzierung der thermischen Be-
lastung und fiir sehr be befinden sich Zinkbasiszu-
satzwerkstoffe in der

Ublicherweise '
ten bzw. unbes ete@ Feinblechen eingesetzt, da u. a. durch
die niedggere &

g cre thermische Belastung der Bauteile er-
d die Beschichtung weniger geschéadigt wird. Beim

c mt es zu keiner wesentlichen Aufschmel-
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ogenlotprozessen sind Ublicherweise keine Fluss-
mittel erforderlich, da eine Reinigung und Aktivierung der Ober-
che durch den Lichtbogen erfolgt.
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Bild 1. Einteilung der Prozesse nach Energietragern mit Prozesskenn-
zahlen nach 1SO 4063.




